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新聞稿
OK International在APEX 2007展會上推出熱鉗吸嘴
新一代的工具能快速可靠地完成叠層CSP封裝件、
圓頂封裝晶片及精細間距塑膠連接器的返修
OK International (OK公司) 在APEX 2007展會上推出了面向高級封裝件和裝配元件的精密返修工具 -- 熱鉗吸嘴。新的熱鉗吸嘴能夠減小堆疊式封裝 (POP封裝) 部件在多次返修操作期間施加在PCB上的熱應力，而且較之於傳統的熱風噴嘴和真空吸嘴，新工具能夠顯著提高性能，加上傳統工具並不適合用於多個堆疊在一起的部件、圓頂封裝晶片，或容易因過熱而損壞的小型器件。 
工程師能夠利用熱鉗吸嘴成功拆卸各種器件，如垂直堆疊的IC晶片，且不會損壞IC封裝，也無需讓PCB經歷過多的回流處理，即超過IPC建議的最多5次回流次數。在完成最初的裝配後，如再用傳統的返修工具來拆除兩到三個垂直堆疊的部件，便很容易超過這個最大次數。熱鉗吸嘴可使熱量局限在堆疊焊接點範圍內，因此能防止整個PCB達到回流焊溫度。
新推出的熱鉗吸嘴還能很好地替代真空吸嘴，可用於拆卸圓頂封裝晶片，或某些在返修時其焊球熔化而產生較大表面張力的BGA封裝件。
採用新推出的熱鉗吸嘴可以輕易拆卸小型部件和連接件，尤其是那些採用塑膠殼體的部件。傳統的返修設備 (如熱風工具) 則容易因施熱過多或失控而損壞部件殼體。周圍的部件也常常會被熱風吹脫。PCB的焊盤通常會在用手持熱鉗手工拆卸時損壞。相反，熱鉗吸嘴能夠精確控制熱量，使到去焊和拆卸部件工作一氣呵成。
OK 公司的熱鉗吸嘴工作溫度約為200°C，並且將加熱和從板上拆卸部件的動作結合起來。其鉗口裝在回流焊吸嘴上，會在熱風加熱到約200°C時向內彎曲，從而夾住需要拆下的部件。一旦焊錫融化，部件就能被熱鉗吸嘴取出。熱鉗吸嘴的設計要與返修設備 (如 OKi APR-5000 陣列封裝返修系統) 的加熱吸嘴配合使用。
OK 公司的熱鉗吸嘴產品早前已於美國加利福尼亞州洛杉磯會議中心舉行的APEX 2007展會上展出。
關於OK 公司
OK 公司是全球領先的電子生產裝配設備產品供應商，其產品包括桌面焊接和拆焊工具、陣列封裝返修設備、點膠系統及附件和煙霧淨化系統。 

OK公司致力於瞭解客戶對產品的需求，並提供具有創新性、可靠性、價格競爭力及易於使用的領先產品。OK公司通過覆蓋全球的銷售渠道提供本地化的專家產品技術支援和及時回應的客戶服務，全面滿足地區性的市場需求。
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